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lista invención se refiere a composiciones (for­
mulaciones) adhesivas tcrmoestables o tertnoendurecihl.es 
con propiedades mejoradas, rute constan de una combinación 

de un compuesto adhesivo de resina sintética tormopiásti- 
ca y una resina epoxídica.

Cuando se unen moquetas, losetas y otros mate­
riales a los suelos, paredes y otras superficies suhyncen 
tes, se usan adhesivos como agentes de unión. Actualmente 
se emplean con este fin diferentes tipos de adhesivos, 
por ejemplo adhesivos resinosos con disolventes orgánicos. 
Estos se aplican de manera conocida por medio de una espá­
tula de enmasillar dentuda (aplicador serrado).

Por lo tanto, se han empleado cada vez más los 

adhesivos, dispersados en agua, de polímeros termoplásti- 
cos sintéticos, en lugar de los basados en disolventes or 
gánicos. Estos adhesivos en dispersión contienen frecuen­
temente resinas naturales como agente de adherencia. Estas 
composiciones tienen buenas propiedades adhesivas prima­

rias, pero las secundarias son inferiores, es decir las 
que consisten en que la unión se hace blanda y no resiste 
tensiones en el material, de revestimiento, sino que flu­

ye en frío con el riesgo de grietas por contracción (hen­

diduras) y del levantamiento de los bordes del recubri­
miento (materia) do revestimiento). La unión es sensible 
a la influencia dei plastiiicante de) material plástico,
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que emigra a la unión del adhesivo (línea de unión) y lo 

hace aún más blando. Por tanto se reduce aún más la resis 
tencia a las tensiones por contracción y a Las tensiones 
por cizalladura que pueden surgir, por ejemplo en La car- 

ña concentrada do muebles pesados. EL adhesivo tiene una 
resistencia relativamente mala al agua y a los álcalis, 

por ejemplo a la humedad de las superficies de hormigón, 

y la termoestahitídad es mata. Al aplicarlo, el adhesivo 
es sensible a las condiciones atmosféricas, por ejemplo 
la humedad del aire y la temperatura.

Esta invención se refiere a una composición (for 
mulación) adhesiva termoestattie con propiedades mejoradas, 
que consta de una combinación de un compuesto adhesivo de 
resina sintética termopiástica y nna resina epoxidica, y 
puede contener una carga. La composición consta de una dijs 
persión acuosa, o una disolución en un disolvente orgáni­
co, de un compuesto adhesivo do resina sintótica termo- 
plástica corto com 'onente adhorente ((fe unión) principal, 
dispersión o disolución en ia que está emulsionada o di- 

sueita una resina epoxidica como adherente inicial. Antes 
de usar la composición se a iade un aponte de curado para 
la resina enoxidica. El compuesto adhesivo de resina sin­
tética termopióstica puede s<-r un poliacrilato, un potime 
tacrilato, un poJ.i(éstcr vinilico), nu copolímcro, una nt) 
dificación, o una mezcla de éstos. El poli(óstcr vinilico)
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puede ser poli(ace bato de vinilo) y poli(e tileno-aceta co 
de vinilo). El compuesto adhesivo de resina sintética tor. 
moplástica pttede estar presente en una proporción de 13 
a ^3 Por ciento en peso con relación a la comí'osición.

Alternativamente, el cotnpuesto adhesivo de resi 
na sintética termoplástica puede ser una resina cetónica, 
preferiblemente una resina cetónica (precondensado) resis 
tente a los álcalis disucita en un disolvente orgánico, 
por ejemplo alcohoL etílico, en una cantidad de 15 a 30 
por ciento del peso de la coüiposición.

El agento do anhr-rcncin, la resina epoxídica, 
puede emulsionarse on la otapersión acuosa en una propor 
cíón de 3 a 25 por ciento de la composición, o añadirse a 
la disolución orgánica en una cantidad de 3 a 50 por cien 
to de la composición. La expresión "resina epoxídica" quiê  
re decir productos de reacción de epiclorhidrina y bisfe- 
nol A u otros polioles. Como carga puede incluirse carbo­
nato calcico magnésico (dolomita en polvo), cuarzo en pol­

vo u óxidos de aluminio, en una concentración de 3 a 30%. 
Como agente de curado ¡'ara la resina epoxíttica pueden usar 
catalizadores conocidos, preferí!)] emente agentes de cura­
do a temperatura ambiente, tules como poliatninas y polia- 

midas alifáticas y aromáticas.
Sustituyendo las resinas naturales, adherentes 

pero que perjudican la calidad, ñor resina epoxídica ií-
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quida y una cantidad equilibrada de agente de curado, 

es posible, por medio de la combinación de la invención, 
usar un adhesivo rtue puede ser curado sin necesidad de 
mantener una compresión, sino requiriendo sólo una com­
presión momentánea. Las ventajas de este adhesivo son 
que que es fuertemente adherente en estado inicial (con 
el carácter llamado sensible a la presión), pero sucesi­

vamente se transforma en un estado no adherente, siendo 
la unión adhesiva (linea) después del curado no plástica 
y resistente a las tensiones de cizalla. La unión (linea) 
adhesiva es resistente a la influencia de Los plastifí- 
cantes. ¿e mejoran la resistencia al agua y a los álcalis, 
y la termoestabilidad. Por la reacción química, el aduesi 
vo es menos sensible a las condiciones exteriores, tales 
como la humedad del aire y La temperatura. Empleando la 
composición adhesiva en forma de una disolución, puede 
mantenerse bajo el contenido t¡e disolvente (10-20%), ya - 
que la resina termoestable está en forma liquida.

Mrt la preparación de composiciones adhesivas 
segán La invención, se parte de una dispersión de materiaL 
termoplástico en agua, usunimente a!. 50-ó0?&. La resina 
epoxidica líquida se dispersa con agitación, y después se 
dispersa la posible carga. El agente de curado se añade 
antes de su uso.

Empleando la otra alternativa, con el compuesto
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adhesivo cu disolución, se disuelvo primero, por ejemplo, 
una resina cetónicn en alcohol, etílico, despuós de lo cual 

se anuden bajo agitación La resina epoxídi.ca liquida y un
plastii'icnrLte, )'or ejemplo itnlnto tfe dlbutLlo, y la pos!

5 ble carga. El agente de curado se anade antes de usar el
adhesivo. Una vez añadido el agente de curado, la composi­
ción adhesiva es ótii durante aprnximademnte 48 horas.
EJEMPLO I

10
Dispersión de resina termo 'iástica, conte ' 
nido de materia seca, 50-657" (acrilato o viníllca) 50-70%
Resina epoxídica, resina Epophen EL-5 5-25%
Carga, yeso 5-20%
Píastificante, ftalato de dibutilo o-,5%
Disolvente orgónico; tolueno, xileno o-5%

15 Agua 0-10.4
Agente de curado, cüaminodiienlí.totano 2-12%
EJEMPI.O 2

'
Dispersión í)e poli(acotato t'e vinilo) (dispersa­
da en partículas gruesas, 0,5 a 4 mieras), conte

20 nido de materia seca, 50% bO't-
Resina enoxíca (viscosidad, aproximadamente 
100 P) , Bnikote 828 25%
Carga, dolomita en polvo 5%
Agente de curado, diaminodifenilmetano 10%

25
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EJEMPLO 3
Dispersión de poli(éster de deido acrílico)

(ó5% de sólidos totales) Rhoplex LC-45 55%
Resina epoxídica (viscosidati, aproximaíia- 

5 mente 100 i') resina Epophen EL-5 10%
Carpa, cuarzo en polvo 25%
Disolvente orgánico, tolueno 5%
Agente de curado, diaminodifenilmetano 5%
EJEMPLO 4

10 Dispersión de poli(etileno-acntato de vinilo)
(50% de sólidos totales) Vinnapas EVA-2 50%

. Resina epoxídica (viscosidad aproximadamen

te 100 P), EpiLote 828 20%
Carga, dolomita en polvo 10%

15 Plastificaate, ftalato de dibutilo 5%
Disolvente orgánico, tolueno 5%

Agua I)-.!
Agento de curado, dianinodifenilmetano 10%
EJEMPLO 5

20 Resina cetónica (resistente a Jos álcalis)
Kunstharz SK 25%
Resina epoxídica (viscosidad aproximadamente 
100 P) resina Epopiten EL-5 25%
Píastifiennte, ftalato de dibutilo 10%

25 DisoJvente orgánico, alcohol etílico J.8%



Carga, caolín
Agente de curado, diaminodifenilmetano.
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'. Los puntos de invención propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten­

te de Invención en España, por VEINTE años, son los que se 
15 recogen en las reivindicaciones siguientes:

la.- Procedimiento para mejorar la resistencia 

de aherencia inicial en el encolado de losetas y materiales 
 ̂ de suelos por el uso de una dispersión acuosa o una solu­

ción en un disolvente orgánico de un compuesto adhesivo 
20 de resina sintética termoplástica, caracterizado porque

el encolado se lleva a cabo en presencia de una resina epo 
xidica de curado.

2&,- Procedimiento según la reivindicación 
1*, caracterizado porque el compuesto adhesivo de resina sin 

25 tética termoplástica es un poliacrilato, un polimetacrilato,

d
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un poli(óster de vinilo), sus copolimeros, sus modificacio­

nes, y sus mezclas, en una cantidad de 15-45 por ciento del 
peso de la composición.

5*.- Procedimiento segán la reivindicación 
^ 15, caracterizado porque el compuesto adhesivo de resina sin

tótica termoplástica es una resina cetónica, en una canti­
dad de 15-30 por ciento de la cantidad de la composición.

4s„- Procedimiento segán la reivindicación 

in, caracterizado porque la resina epoxidica está emulsióna­

lo da en una dispersión acuosa en una cantidad de 5-25 por,cien 
to de la- cuntida de la composición.

5-«- Porcedimiento segán la reivindicación 
15, caracterizado porque la resina epoxidica se anade a una 
disolución del compuesto adhesivo de resina sintética termo- 

15 plástica en una cuntida de 5-50 por ciento d.c la cantidad de
la composición.

65.- Procedimiento segán la reivindicación 
15, caracterizado porque se añade una carga en una cantidad 

de 5-30 por ciento de la cantidad de la composición.
20 7-*- Procedimiento segán la reivindicación

1*, caracterizado porque la cantidad de agua es de 5-25 por 
ciento de la cantidad de la composición.

85,-Procedimiento para mejorar la resistencia 
de adherencia inicial en el encolado de losetas y materia- 

- 25 les de suelos.

:
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que
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antecede y para los fines que se han especificado.
Esta Memoria consta de diez hojas escritas 

máquina por una sola cara.

Madrid, 30. A8R.19

I? o A. 3
Alberto de
Por Pq
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